
 

 

证券代码：688401                         证券简称：路维光电 

深圳市路维光电股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

 编号：2025-003 

投资者关系

活动类别 

 特定对象调研        分析师会议 

 媒体采访            业绩说明会 

 新闻发布会           路演活动 

 现场调研            电话会议 

 其他 

参与单位名

称 

中金公司 2025 年度春季投资策略会、中信建投证券、中信证券、招

商证券、天风证券、中邮证券、平安基金、鹏扬基金、民生加银基金、

泰康基金、国泰基金、申万菱信基金、万家基金、博时基金、国泰君

安资管、源乐晟资管 

调研时间 2025年 2月 19日-2月 21日 

会议地点 中金公司 2025年度春季投资策略会会场、公司会议室 

上市公司接

待人员姓名 

董事、财务总监：刘鹏先生 

投资者关系：刘文鑫女士 

投资者关系

活动内容记

录 

1、公司 2024 年四季度业绩超预期增长的原因？ 

2024 年公司实现营业收入 8.76亿元，同比增长 30.21%；实现归

属于母公司所有者的净利润 1.92 亿元，同比增长 29.21%；实现归属

于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1.74 亿元，同比增长

39.89%。分季度看，2024 年四季度实现营业收入 2.73 亿元，同比增

长 43%，环比增长 32%；实现归属于母公司所有者的净利润 0.71亿元，

同比增长 76%，环比增长 84%。上述财务数据为初步核算数据，未经

会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据

为准。 

公司业绩增长主要因素为：（1）公司产品掩膜版对应的下游需



 

 

求旺盛；（2）技术升级、服务优化及产能扩张后更好地满足客户需

求；（3）产品结构持续优化，高附加值产品占比进一步提升；（4）

强化管理后的降本增效；（5）规模效应的综合体现。 

2、公司 2025 年开年以来的经营情况？ 

2025 年开年以来下游需求旺盛，公司在 2024 年投产的产线预计

会在一季度乃至全年会有不错的产能释放，截至目前公司增长延续四

季度的发展态势，伴随 2025 年新增产能的逐季度释放，内部产品结

构的不断优化以及整体规模效应的进一步体现，我们对 2025 年的发

展充满信心。 

3、怎么看待公司的长期可持续增长？ 

公司对实现可持续性增长充满信心。纵观公司的发展之路，自

1997年成立以来，公司已深耕掩膜版行业近三十年，不断拓展业务版

图，深度参与了国内面板行业与半导体行业的产业变革升级，也贡献

了自己的产业力量。公司连续多年保持营收与利润的双重增长，

2019-2024 年公司营业收入年均复合增长率达 32%，2020-2024年公司

归属于母公司所有者的净利润年均复合增长率达到 56%，伴随着下游

行业的发展升级，公司积极进行技术升级、产能拓展、客户对接，形

成了自己的核心竞争力。 

从量的角度来看，掩膜版的需求主要来自于下游产品的更新迭

代、新技术的迭代应用、新场景的开拓应用，即与终端产品的多样性

紧密相关，并不与下游的量价变动有直接联系，因此掩膜版并不受下

游行业周期的影响，长期处于需求旺盛的状态，这与其他易受周期影

响的半导体材料发展逻辑不同。目前公司产能有限，扩产以提升规模

和市场份额迫在眉睫，公司已有多个扩产项目在规划推进中，预计

2025年会有不错的新增产能释放。 

从价的角度来看，掩膜版属于高度定制化的产品，下游新产品新

技术都对掩膜版的精度提出了更高的要求，这使得掩膜版价格稳中有

升；且掩膜版在下游客户的成本结构中占比不高、但掩膜版的品质对

于终端产品的质量具有决定性的影响，因此下游客户对掩膜版价格敏



 

 

感度较低。 

从技术的角度来看，掩膜版的质量只有 0和 1的区别，同样精度

的掩膜版，公司与海外掩膜版厂商的产品无任何差异，且本土掩膜版

厂商的交期、服务会更有优势，下游客户基于对本土优势的认可以及

供应链安全考虑，国产替代意愿强烈。 

未来 5-10 年，公司都不会停止扩产的步伐，在国产替代的大背

景下，下游需求旺盛、市场空间广阔、竞争格局良好，公司凭借综合

竞争力和先发优势，扩产便能释放增量，转化为增长动力，当前，公

司各项业务处于高速成长期，未来发展前景十分广阔。 

除此之外，公司对并购重组持积极态度，目前考虑的方向包括但

不限于产业链上下游拓展、海外/国内同业并购、合适的跨界布局等

等，若市场上存在协同性较高的优质资产，公司会积极接洽，具体进

展请关注公司公告。 

4、公司的先进封装掩膜版，主要是应用在哪些环节？ 

公司已在先进封装方面前瞻布局、精耕细作发展多年，积累了深

厚的技术底蕴，汇聚了丰富、优质的客户资源，封装分为传统封装和

先进封装，下游众多传统封装客户正加速向先进封装转型。公司作为

国内先进封装掩膜版龙头，是多个领先封测厂的头部供应商，技术和

产品布局全面，产品可满足各种先进封装要求，例如晶圆级封装、

2.5D/3D 封装、系统级封装、扇出型封装、CoWoS先进封装等需求。 

具体应用环节来看，掩膜版主要用于重布线层（RDL）、硅通孔

（TSV）定义孔洞位置和尺寸、微凸点和焊球位置，先进封装掩膜版

更关注图形精度和互连密度、多样化的图形需求、高良率等等。 

5、公司的掩膜版在新能源汽车、机器人上面有哪些应用？ 

公司的掩膜版主要用于平板显示、IC 制造、IC 器件、IC 封装、

MEMS（微型传感器）、LED 芯片、PCB 制造等等领域。新能源汽车在

芯片、器件、屏幕上的使用量和种类相较传统燃油车的增长是十分可

观的，这极大带动了对掩膜版的需求。机器人上面同样存在多种芯片、

屏幕、PCB以及多种传感器，这些在制造过程中都需要使用到掩膜版。 



 

 

6、2025 年是否有新的市场拓展计划？ 

立足现有主业，公司将持续进行产能扩充和技术升级，提升市场

份额。重点市场包括高世代 TFT-LCD、高精度 AMOLED、Micro LED 对

应的平板显示掩膜版领域以及半导体掩膜版领域。 

目前公司再融资项目、路芯 130-28nm 半导体掩膜版项目都在有

条不紊的推进中。同时公司亦会以自有或自筹资金不断进行设备产线

投资，升级产线，提升规模。 

7、公司如何在竞争中保持领先性，针对不断推进制程节点，做

了哪些准备？ 

在技术研发方面，公司积极与国内高校、知名客户、实验室等开

展自研和共研，制定了具备前瞻性的技术研发规划。目前，公司已针

对干法刻蚀、等离子束修补、半导体 PSM工艺、电子束光刻、模拟光

刻、反演光刻等等技术开展了一系列研究，并形成了一定的技术积累。 

公司投资的路芯 130-28nm 半导体掩膜版项目在有条不紊的推进，设

备按计划有序采购，部分设备已于 2024 年年底开始陆续到场。该项

目一期投资 14-16 亿元，覆盖 40nm 制程节点以上掩膜版；二期投资

4-6亿元，覆盖 28nm制程节点以上掩膜版。因此一期采购的大部分辅

助设备可以覆盖到 28nm。 

关于本次活

动是否涉及

应当披露重

大信息的说

明 

本次活动不涉及应当披露重大信息。 

附件清单 无 

 


